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Czym jest DFM?
Studium przypadku

Czego unikac?




Ponad potowa ostatecznego kosztu
produkcji wynika z tego jak produkt

zostat zaprojektowany




PROCESY
MATERIALY TECHNOLOGICZNE ~ KOMPONENTY

Zmiany na etapie projektowania s3 tatwiejsze i tansze niz modyfikacje
gotowego produktu.




Design for Manufacturing

Projektowanie z uwzglednieniem
tatwosci wytwarzania.

Metoda majgca na celu
optymalizacje produktu pod katem
tatwosci i efektywnosci jego
wytwarzania polegajgca na
podejmowaniu SW|adomych
decyzji projektowych, ktore
minimalizujg koszty produkcji,
skracajg czas realizacji |
poprawiaja jakosc produktu.




DFM mozna podzielic na kilka sktadowych

DFA: (Design for Assembly) Projekt pod montaz

DFD: (Design for Diagnostics) Projektowanie pod katem:diagnostyki
DFT: (Design for Testability) Projektowanie pod testowanie

DFE: (Design for Environment) Projektowanie dla srodowiska

DFR: (Design for Reliability) Projekt zapewniajacy niezawodnosc

DFP: (Design for Procurement) Projektowanie dla zaopatrzenia




Techniki DFM:

® Uzywanie standardowych i tatwo dostepnych
komponentow

® Minimalizacja liczby komponentow

® Modutowa konstrukcja

® Zautomatyzowany montaz

® Uzycie komponentow o zblizonych rozmiarach

® Optymalizacja rozmieszczenia komponentow

® Stosowanie ztgczy zatrzaskowych

® Wybor odpowiednich materiatow

® Dokumentacja projektowa uwzgledniajgca

aspekty produkcyjne

Gtowne cele DFM:

® Zmniejszenie kosztow produkc;ji

® Zwiekszenie wydajnosci i przepustowosci

® Usprawnienie procesu montazu

® Poprawa jakosci produktu

® Zmniejszenie czasu wprowadzania produktu
na rynek

® Utatwienie serwisowania | haprawy




Studium przypadku
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Przelotki na padach

Zaprojektowanie otwartych przelotek na
padach skutkuje:

® Nieodpowiednia ilosc spoiwa na
komponencie

® Utrudniona/ wydtuzona kontrola AOI

® Skrocona zywotnosc potaczenia

® Skrocona zywotnosc catego modutu




Copper plated over top Final Finish
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* Przelotki zagrzebane (ACtlve Pad)
00000000000 O0OO0OO0OOOODOO0OOO0
00000000000 DOOOOODOOOOO
: 00000000000 OOOOOOOOOOO
Minusy 00000000000 OOODODODOOOOOO
00000000000 OOOODOOOOOOO
—WyjszacenaPCB 00000000000 00000000000
00000000000 ODOOOOOOOOOO
: .. 0000000000000 000DOOOOOOO
- Dtuzszy czas produkcji 00 0000C0 0’00000
00000000 O0O0O0O0OO
00000000 000 000 ©0OO0
(o) © 00 (o}
oMo N oo Na oo o o »n DD DoODOOD D D




Niepoprawny footprint

Komponenty SMD w wiekszosci przypadkow w
kartach charakterystyki posiadajg sugerowane
rozmieszczenie padow montazowych, jak i
sugerowane otwarcia do wykonania szablonu.
Nieprawidtowo zaprojektowane pola montazowe
mogg powodowac szereg niezgodnosci oraz
skracac¢ zywotnosc zamontowanego komponentu
a co za tym idzie catego modutu PCBA.

Zbyt duzy rozstaw padow na PCB dla tego

komponentu skutkowat:

® Pieta gniazda wystaje poza pady

®* Nieprawidtowe zwilzenie piety (brak
spoiwa od wewnetrznej strony)

®* Zmniejszenie trwatosci potaczenia

® Skrocony czas zywotnosci modutu
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Umieszczenie matych elementow dwuwyprowadzeniowych obok

U N Ifl ka C-la komponentow o niewielkich rozmiarach z jednej strony i duze;

p OJ emn OSC| pojemnosci termicznej z drugiej, moze sprzyjac efektowi' '
nagrobkowania. Efekt ten polega na uniesieniu jednej koncowki

Cl e p l_n ej elementu, gdy druga jest przylutowana do ptytki drukowanej. Dlatego

wazne jest, aby ustawiac elementy rownolegle do obszarow o roznej
pojemnosci cieplnej @
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Zachowanie
symetril
doprowadzen
sciezek do padow




Dostosowanie projektu
pod proces THT/SMT

® Rozmieszczenie elementow THT w sposob
uporzgdkowany

® Wieksze odstepy miedzy elementami

® Dostosowanie wielkosci padow SMD

® Ptytka z jednostronnym montazem SMT

® Unikanie cieni (SMT wiekszy zastania mniejszy)

® Dobor odpowiednich wielkosci otworow

montazowych




Na co warto zwrocic uwage

® Unikanie montazu elementow na dwoch stronach PCB

® Brak zachowania odstepu komponentow od krawedzi PCB

® Unikanie niestandardowych rozwiazan (ztacza)

® Placement z uwzglednieniem koniecznosci naktadania powtok
® Dobor grubosci miedzi i materiatow

® BOM unifikacja typow i wartosci elementow, unikanie elementy ze
statusami obsolite, end of life, not recommended for new designs

® Warstwa opisowa na padach i miejsce opisow
® Markery optyczne (fiducials)
® Niepotrzebna minaturyzacja




DZIEKUJE
ZA UWAGE
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